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車載用SiC MOSFETチップの出荷時試験

ウエハプロセス完了後、ウエハ状態での電気的特性検査を実施し、ダイシング工程および外観検査を経て出荷されます。
そのウエハテストは、大きく2つのカテゴリで構成されています。

(1) 初期不良のスクリーニング
ゲート酸化膜や終端構造の不具合を有するチップ、および検査ストレスに対する耐量が不足するチップをスクリーニングし、
市場への流出を防止します。

(2) 納入規格適合性の確認
納入規格に規定された特性を保証するための試験であり、主に静特性項目を対象として評価を実施します。
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